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Projektziele

• Erforschung zuverlässiger, rekonfigurierbarer und 
intelligenter E/E-Architekturen, Verarbeitungsplattformen, 
und Sensorkomponenten

• Erforschung des zugehörigen fehlertoleranten 
Datenverarbeitungsteils

• Rekonfigurierbarkeit des Sensors sowie des zugehörigen 
Datenverarbeitungsteils

• Nutzung derselben Sensoren für verschiedene Aufgaben 
(beispielsweise Nah- oder Fernfelderkennung), oder 
verschiedene Kommunikationsstandards (Car2x, WLAN, 4G)

• Reduzierung des Energiebedarfs in Elektrofahrzeugen
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Smart Reconfigurable Sensor
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DSP Domäne:

▪ Digitale Signalverarbeitung für Entfernungsmessung / 
Kommunikation

▪ Adaptiv an verschiedene Anforderungen (Performance, 
Power,  Fehlertoleranz - Fail Safe / Operational)

A/D Domäne

▪ AD/DA Konvertierung

▪ Eigens gefertigtes Board mit 16 ADC Kanälen und 32 
GPIO Pins

▪ Interface-Board mit Signalverstärkern

Sensor Domäne

▪ 80 GHz Radar Frontend

▪ IHP Design, gefertigt mit in-house 130nm Technologie

▪ Unterstützt FMCW Messungen und BPSK 
Kommunikation
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Finaler Demonstrator
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Verwertung – der Partner

Date 5

- AUDI
- EFS / LISA

- AbsInt
- Timeweaver (für AURIX)

- Cadence
- TMR in der Xtensa Plattform

- DENSO
- Timed Network

- Infineon
- AURIX Mikrocontroller Platform

- Silicon Radar
- Radarplattform

Footer
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Verwertung - IHP
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Kommerzielle Verwertung der SRS Plattform für das IHP problematisch:

• Automotive Bereich -> Qualifizierung nach ISO 26262 notwendig

• Kommerzielle CADENCE Cores müssten gekauft werden

• Plattform insgesamt auf TRL 4 -> weiterer Entwicklungsbedarf

-> Zu hoher finanzieller und zeitlicher Aufwand zur weiteren Verwertung

Footer
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